KCx

Polish & Sealing
Foam Pad

Bardzo miekka gabka wykoriczeniowa do oszczednego i rwnomiernego naktadania Strona 1 od 1
produktéw uszczelniajacych takich jak 1K-Nano lub Lack-Polish griin. Zaledwie 25 mm

wysokos$ci zapewnia powstawanie nizszych sit deformujacych, bardzo wygodna prace i

najwyzszg stabilno$é. Siatkowata (piankowa) struktura i odpowiednia porowatosé

utatwiajg utrzymanie czystosci. Frezowane krawedzie zwiekszaja elastyczno$é padu

polerskiego, co pozwala na lepsze dopasowanie sie do ksztattu polerowanego przedmiotu.

Kolor materiatu dopasowany do politury zwigksza bezpieczerstwo procesow.

Opakowanie

Opakowanie Nr produktu
5x @45 x 25 mm 9998336
@126 x 25 mm 9998337
@150 x 25 mm 9998338
Wskazowka

Niniejsze informacje dotyczace produktéw maja wytacznie charakter pogladowy. Nie
moga stanowiépodstawy do zadnych roszczen. Prosze sprawdzi¢, czy Panstwa
produkt nadaje sie do danego przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozyciji.
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